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1.0 General

1.1 Alcance El presente documento proporciona orientacién sobre los procedimientos de retrabajo, reparacion y modificacién de
ensambles de tarjetas impresas y cables compuestos o mazos de cables.

Este documento no limita la cantidad maxima de acciones de retrabajo, reparacién o modificacién que pueden realizarse en un ensamble.

1.2 Propésito Este documento proporciona los requisitos, las herramientas y los materiales necesarios para el retrabajo, la reparacion
y la modificacion de productos electronicos y para ensambles de cables compuestos o0 mazos de cables. Aunque se basa en gran parte
en las definicionesde clases de productos que se utilizan en los documentos de IPC, este documento deberia considerarse valido para
cualquier tipo de equipo electronico. Cuando un contrato lo invoque como documento de control para el retrabajo, la reparacion o la
modificacién de productos, se aplicardn los requisitos correspondientes a la clase de producto.

En el documento, se identifican los equipos y procesos mas comunes para llevar a cabo determinado retrabajo, reparacion o modificacién.
Si se utilizan equipos o procesos alternativos, estos:

e No han de danar el ensamble.

e Necesitan cumplir con los objetivos establecidos en 1.6.1, Nivel de Cumplimiento.

1.3 Clase de Producto El usuario deberia identificar la clase de producto. De lo contrario, deberia hacerlo el fabricante. El procedimiento
seleccionado para llevar a cabo la accién necesita corresponder a la clase de producto identificada. Las tres clases de producto son
las siguientes:

Clase 1: Productos Electronicos en General

Incluye productos adecuados para aplicaciones donde el principal requisito es la funcion del ensamble completo.

Clase 2: Productos Electronicos de Servicio Dedicado

Incluye productos de los cuales se requiere un funcionamiento continuo y una vida util prolongada y para los que un servicio
ininterrumpido es deseable, pero no esencial. Por lo general, el entorno de uso final no ocasionaria fallas.

Clase 3: Productos Electronicos de Alto Rendimiento/Entornos Dificiles

Incluye productos en los que sea esencial un alto nivel de funcionamiento continuo o a demanda, las interrupciones no sean tolerables,
el entorno de uso final pueda ser inusualmente dificil y el equipo tenga que funcionar cuando sea necesario, como en sistemas de
soporte vital y otros sistemas esenciales.

1.4 Unidades de Medida Esta norma utiliza el Sistema Internacional de Unidades (Sl) de acuerdo con ASTM SI10, IEEE/ASTM Sl 10,
seccion 3. Las unidades imperiales inglesas se incluyen entre paréntesis para facilitar la lectura. Las unidades del Sl que se utilizan en
esta norma son los milimetros, (mm) [in], para las dimensiones y las tolerancias dimensionales; los grados Celsius, (°C) [°F], para la
temperatura y sus tolerancias; los gramos, (g) [0z], para el peso, y los lux [fc (footcandles — pies candela)] para la iluminacion.

1.5 Definicion de Requisitos Este documento sirve como guia. No incluye requisitos ni criterios especificos, a menos que se indiquen
por separado y de manera concreta en un acuerdo contractual o en otra documentacion. Las palabras como “debe” o “deberia” se
usan para hacer hincapié en un punto importante. Si no se siguen estas importantes recomendaciones, es posible que el resultado
final no sea satisfactorio y que se ocasionen danos adicionales.

Cuando el acuerdo contractual exija el uso de este documento para la elaboracion de un producto correspondiente a una clase especifica,
este deberia utilizarse junto con J-STD-001, IPC-A-610 o IPC-WHMA-A-620. Cuando un contrato invoque la norma IPC-7711/21 como
documento de control para el retrabajo, la reparacion o la modificacion, se aplicaran los requisitos correspondientes al producto.

1.6 Aplicabilidad, Control de Procesos y Aceptabilidad Aunque parezca haber cierta similitud en los términos retrabajo, reparacion
y modificacion, la aplicabilidad de estos procedimientos puede variar en funcion de las condiciones y los objetivos implicados. Los
procedimientos y las pautas de este documento se pueden utilizar en la fabricacion de productos o aplicarse a los productos que se
hayan entregado o hayan fallado durante el uso.

En general, los controles de procesos de retrabajo, reparacion o modificacion durante la fabricacion son diferentes de los que se aplican
a los productos que fallan después de su puesta en servicio y deberian tenerse en cuenta al desechar los dispositivos.

Cuando se descubre un defecto o un problema funcional durante el proceso de ensamble, hay que determinar si el producto se
retrabajara o se reparara, si se usara en el estado actual o si se descartard. Excepto en el caso del retrabajo, esta decisidén suele ser
responsabilidad de un comité de revision de materiales (Material Review Board, MRB).

Cuando un producto falla después de su puesta en servicio, el término “reparacién” se suele aplicar a las acciones que se llevan a
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